Solution for researching

Halbleiter Ptfe Reinigungskorb 12-Zoll Wafer Nassatzgestell
Saure- Und Alkalibestandiger Fluorpolymer-Trager

Artikelnummer: PL-CP81

Einfuhrung

Entwickelt fir hochreine Halbleiterumgebungen
bietet dieser 12-Zoll PTFE-Wafer-Reinigungskorb
aulBergewohnliche Chemikalienbestandigkeit bei
kritischen Nassatz- und Reinigungsverfahren.
Das kundenspezifisch gefertigte Design sorgt
flr zuverlassige Waferunterstitzung und
maximale FlUssigkeitzugangigkeit fur prazise

> Fertigung.

Mehr erfahren

- Standardisierte Sequenz (SC-1 und SC-2) zur Entfernung von organischen

RCA-Reinigung - . -

Kontaminationen und metallischen Verunreinigungen.

" Entfernung von Opferoxidschichten oder nativen Oxiden mit

HF-Atzung . .
Flusssaurelésungen.

) " Hochtemperaturgemisch aus Schwefelsdaure und Wasserstoffperoxid zur

Piranha-Atzung .
Entfernung von Photoresist.

. Entfernung von Schleifpartikeln und Chemikalien nach dem chemisch-

Post-CMP-Spilung K R
mechanischen Polieren.

. Saure- oder alkalische Texturierung von groBformatigen Siliziumwafern zur

Solarzellen-Texturierung . .
Verbesserung der Lichtabsorption.

Tief Nassatzung von Silizium- oder Glassubstraten zur Herstellun

MEMS-Fertigung ) ) 9 9
mikromechanischer Strukturen.

Entwicklung und Stripping von Photoresistmaterialien mit spezialisierten

Photolithographie X ¢ . ppl Y P
organischen Lésungsmitteln.

Hochfrequenz-Schallreinigung zur Entfernung von submikrometrischen

Partikeln von Waferoberflachen.

Hauptmaterial Hochreines jungfrauliches PTFE (Polytetrafluorethylen)

Megasonische Reinigung

K tibilitat
ompatibilita 300mm (12-Zoll) - kundenspezifische GroBen auf Anfrage verfligbar

Waferdurchmesser
Konfiguration Einzelwafertrager / Mehrfachwafer-Blumenkorbkonfiguration
Fertigungsverfahren Prazise CNC-Bearbeitung / Kundenspezifische Fertigung
Chemikalient andigkei Voller Bereich (pH 0-14); bestandig gegen HF, HNOs, HCl, H2S04, KOH, etc.
R Kontinuierlicher Einsatz bis 260°C (kundenspezifische Grenzwerte je nach
Betriebstemperatur )
Design)
Schlitzabstand VoIIste?n"d|g anpassbar an Anforderungen an Flissigkeitsfluss oder
Kapazitat
Kontaktart Punktkontakt- oder Randkontaktdesigns verfigbar

Verhindert Riickkontamination bei Ubergangen zwischen hohen
und niedrigen pH-Werten.

Vollstandige Unempfindlichkeit gegen HF-Angriff gewahrleistet
eine lange Lebensdauer des Gerats.

Halt extremen exothermen Reaktionen stand ohne strukturelle
Erweichung.

Minimale Kontaktpunkte verhindern Partikelfang hinter dem
Wafer.

Haltbarkeit fiir hohe Stlickzahlen in Umgebungen mit
dauerhafter Chemikalienbelastung.

Gewahrleistet gleichmé&Bige Atzraten durch optimierte
Flussigkeitszirkulation.

Losungsmittelbestéandiges Material verhindert das Auslaugen
von organischen Stoffen in den Entwickler.

Die Materialdichte Ubertragt akustische Energie effektiv ohne
Dampfungseffekte.
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Griffoptionen Fixiert, abnehmbar oder automatisierte Roboterflanschschnittstelle
Oberflachenfinish Extrem glattes bearbeitetes Finish zur Minimierung der Partikelanhaftung
Reinheitsstandard Halbleiterkonform; Spurenmetallanalyse verfligbar
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